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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Verfahren zum definierten Beschichten eines Substrats 

(57) Es wird ein Verfahren zum definierten und reproduzier- 

baren Beschichten ernes Substrats zur Verfugung gestellt. 

Vor dem Auftragen einer Schicht auf das Substrat wird 

dieses auf eine vorgegebene Ladungsverteilung aufgela- 

den. Das Verfahren kann bei dem Verbinden von DVD- 

Halften mittels eines Klebers oder beim Lackieren einer 

CD zum Einsatz kommen. Die Vorteile der Erfindung lie- 
gen in einer sehr gleichmafcigen Beschichtung mit hoher 

Reproduzierbarkett. 
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Bcschreibung 



Die Erflndung betriflft ein Verfahren zum vorbcstirnmten 
und reproduzuierbaren Bcschichtcn eines Substrats und 
kann insbesondcre beim Verkleben dcr zwci Halften einer 
DVD (Digital Versatile Disc) oder beini Lackieren einer CD 
(Compact Disc) zum Einsatz kommen. 

Substrate aus Kunststoff, die z. B. bei CVDs und CDs 
verwendct werden, ncigen dazu, sich wahrend des Ferti- 
gungsprozesses elektrisch aufzuladen. Obwohl z. B. DVD- 
Hal bsei ten nach dem SpritzguBprozeB neutralisiert werden, 
kann es in den folgenden ProzeGschriiten in Abhangigkeit 
von dem Substratmaterial, dem Schichtmaterial, der Tempe- 
ratur und/oder der Luftfeuchtigkeit, zu einer ungewollten 
Aufladung (positiv oder negativ) der Oberflachen der DVD- 
Halbseiten kommen. Ladungen auf der Oberflache beein- 
flussen die Haftung von aufgetragenen Schichten z. B. Kle- 
berschichten beim Verkleben von DVD-Half ten. Das resul- 
tiert daraus, daB die statische Aufladung der Substrate einen 
direkten EinfluB auf die Benetzung der Oberflache hat. Ent- 
sprechend unterschiedlichen Ladungen auf den Oberflachen 
der Substrate kann es zu Blasenbildung und zu unterschied- 
Hcher Benetzung, d. h. zu nicht reproduzierbaren Verkle- 
bungen kommen. 

Demgegcniiber liegt der Erflndung die Aufgabe zu- 
grunde, ein Verfahren zur Verfugung zu stellen, das die er- 
wahnten Nachteile beseiugt und eine definierte und reprodu- 
zierbare Beschichtung eines Substrats und eine Verbesse- 
rung beim Verkleben zweier Substratteile ermoglicht. 

Die Aufgabe wird mit den Merkmalen der Patentansprii- 
che geldst. 

Bei der Losung geht die Erflndung von dem Grundgedan- 
ken aus, ein Substrat vor dem Auftragen einer Schicht auf 
eine vorgegebene elektrische Ladungsverteilung aufzula- 
den. 

Die Vorteile des erfindungsgemaBen Verfahrens liegen in 
einer besseren und reproduzierbaren Benetzung des Sub- 
strats durch eine aufgetragene Schicht. Bei der Anwendung 
des erfindungsgemaBen Verfahrens beim Verbinden zweier 
DVD-Halften durch einen Kleber wird eine sehr gleichma- 40 
Bige, blasenfreie und reproduzierbare Klebeschicht erreicht. 

Ini folgenden wird die Erflndung anhand der Zeichnung 
naher erlautert. Es zeigen: 
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des Drchtellers 3 und durch Halterungcn 5 am Randc dcr 
Scheiben auf dem Drehteller befcstigt sind. Es kann jedoch 
auch nur eine DVD-Halftc oder, es konnen auch noch mehr 
als zwei DVD-Halften auf dem Drehteller 3 angeordnet 
scin. Obcrhalb der Halften 1 ist in einem bestimmten Ab- 
stand d von z. B. 10 bis 50 mm, vorzugsweise 30 mm ein 
Ladckarnrn 2 angeordnet. Zwischen dem Ladekamm 2 und 
den Halften 1 wird ein elcktrisches Feld angelegt, das dicsc 
elektrostatisch aufladt. Die Rotation des Dreh tellers 3 be- 
wirkt cine gleichmaBige Vcrteilung der Ladung. 

In der Draufsicht gemaB Fig. 2 ist zu crkennen, daB die 
auf dem Drehteller 3 gehalterten DVD-Halften 1, die in ei- 
nem Transportsystem uber einen Greifer7 zu- und abgefuhrt 
werden konnen, unter dem Ladekamm 2 roueren. Es besteht 
15 jedoch die prinzipielle Moglichkeit, daB der Ladekamm 2 
uber die Substrate bewegt wird und die Substrate feststehen. 
Bevorzugt wird eine der DVD-Halften elektrostatisch auf- 
geladen und auf die andere bereits mit einem Kleber be- 
netzte DVD-Halfte zum Verkleben abgesenkt. Es konnen je- 
doch auch beide DVD-Halften vor dem Benetzen mit einem 
Kleber elektrostatisch aufgeladen werden. 

Das Aufladen des Substrats bzw. der Substrate kann, wie 
vorstehend erlautert, bei Drehung des Substrats relativ zur 
Ladeelektrode (Ladekamm), bei jeder Art von Relativbewe- 
gung, z. B. Linearbcwegung oder bogenforrniger Bewc- 
gung, abcr auch bei statischer Positionierung des Substrats 
gegenuber der Ladeelektrode erfolgen, wobei nur sicherge- 
stellt werden muB, dafl die gesamte gewiinschte Flache des 
Substrats die gewunschte Aufladung erhalt. Gegebenen falls 
miissen die Position und die GrdBe der Ladeelektrode auf 
die GroBe des Substrats abgestimmt werden. 

Der Vorteil der erfindungsgemaBen gezielten elektrostau- 
schen Aufladung liegt darin, daB ein einheitliches Potential 
auf dem Substrat bzw. den DVD-Halften eingestellt werden 
kann und bereits vorhandene Ladungen entweder neutrali- 
siert oder gleichmaBig verteilt werden. Dabei kann ein ge- 
wiinschtes, gunstiges elektrisches Potential z. B. in Abhan- 
gigkeit von der Art und der Menge des aufzubringenden 
Materials eingestellt werden. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren kann auBer bei der 
CVD-Fertigung auch bei anderen Prozessen zum Einsatz 
kommen, wo Kunststoffsubstrate, d. h. Substrate, die sich 
leicht elektrostatisch aufladen, beschichtet werden sollen. 
So ist der Einsatz des erfindungsgemaBen Verfahrens beim 
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Fig. 1 einen Querschnitt durch eine Vorrichtung, bei der 

das erfindungsgemaBe Verfahren zur Anwendung kommt, 45 Lackieren eines Substrats in der CD-Fertigung moglich 
unc * Wahrend des Beschicbtens eines Substrats mit einem 

Fig- 2 eine Draufsicht auf die Vorrichtung gemaB Fig. 1. Kleber oder einem Lack werden vorteilhafterweise der Kle- 
Das erfindungsgemaBe Verfahren sieht vor, auf ein zu be- ber oder der Lack (z. B. iiber die Austrittsduse) geerdeL 
schichtendes Substrat elektrische Ladungen aufzubringen. 

Das kann durch Formieren von Ladungen durch ein elektri- 50 Patentanspriiche 
sches Feld oder durch Bespruhen des Substrats mit Elektro- 



nen (z. B. Koronaentladung) erfolgen. Es besteht jedoch 
auch die Moglichkeit eine Ladungstrennung auf dem Sub- 
strat durch Reiben zu erreichen und somit Reibungselektri- 
zitat zu erzeugen. In Abhangigkeit von dem Substratmate- 
rial, dem Schichtmaterial, der Temperatur und/oder der 
Luftfeuchtigkeit kann die Oberflache des Substrats auf eine 
vorbestimmte Ladungsverteilung und eine vorbestirnmte 
Polaritat aufgeladen werden. Bevorzugt wird auf eine homo- 
gene Ladungsverteilung aufgeladen. Die Ladungsverteilung 
kann aber auch inhomogen, z. B. radial auf dem Substrat zu- 
nehrnend oder abnehmend sein. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren kann beim Verbinden 
der beiden Halften von DVDs mittels eines Klebers zum 
Einsatz kommen. Fig. 1 zeigt eine Vorrichtung fur die An- 
wendung des erfindungsgemaBen Verfahrens in der DVD- 
Fcrtigung. Auf einem drehbaren Drehteller 3 befinden sich 
zwei DVD-Halften 1, die elektrisch isolicrt im Zentrum 4 
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1 . Verfahren zum Beschichten eines Substrats (1), wo- 
bei vor dem Auftragen einer Schicht die Oberflache des 
Substrats (1) auf eine vorgegebene elektrische La- 
dungsverteilung aufgeladen wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Aufladung 
des Substrats (1) durch Influenz mittels eines elektri- 
schen Feldes erfolgt. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Aufladung 
des Substrats (1) durch Bespruhen des Substrats (1) mit 
Elektronen, vorzugsweise durch Koronaentladung, er- 
folgt. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Aufladung 
des Substrats (1) mittels Ladungstrennung durch Rei- 
bung erfolgt. 

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, wobei 
die Aufladung des Substrats (1) mittels eines Ladc- 
kanuns (2) erfolgt. 
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6. Verfahren nach Anspruch 5, wobei der Ladckamm 
(2) in einem Abstand d, der vorzugsweisc 10 bis 
50 nun, besonders bevorzugt 30 mm bctragi, von dem 
Substrat (1) angeordnct ist. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, wobei der Ladckamm 5 
(2) und das Substrat (1) gegeneinander beyvegl werden. 

8. Verfahren nach Anspruch 7. wobei das Substrat (1) 
unter dem Ladekamm (2) rotiert und der Ladckamm 
(2) feststeht. 

9. Verfahren nach Anspruch 7, wobei der Ladekamm io 
(2) auf dem Substrat (1) bewegt wird und das Substrat 
(1) feststeht. 

10. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 9, wo- 
bei die Oberflache des Substrats (1) auf cine homogene 
Ladungsverteilung aufgeladen wird. 15 

11. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 10, wo- 
bei die Oberflache des Substrats (1) auf eine Ladungs- 
verteilung und mit einer Polaritat aufgeladen wird, die 
abhangig sind von mindestens einem aus der Gruppe: 
Substratmaterial, Schichtmaterial, Temperatur und 20 
Luftfeuchtigkeit 

12. Anwendung des Verfahrens nach einem der An- 
spriiche 1 bis 11, beim Verbinden von DVD-Halften 
durch einen Kleber. 

13. Anwendung nach Anspruch 12, wobei eine DVD- 25 
Haifte vor dem Beruhren der mit dem Kleber benetzten 
anderen DVD-Halfte elektrisch aufgeladen wird. 

14. Anwendung nach Anspruch 12, wobei beide 
DVD-Halften vor dem Benetzen mit dem Kleber elek- 
trisch aufgeladen werden. 30 

15. Anwendung nach einem der Anspriiche 12 bis 14, 
wobei eine oder mindestens zwei DVD-Halften (1) auf 
einem Drehteller (3) unter dem Ladekamm (2) rotieren. 

16. Anwendung des Verfahrens nach einem der An- 
spriiche 1 bis 11 beim Lackieren eines Substrats. 35 

17. Anwendung nach Anspruch 16 in der CD-Ferti- 
gung. 

18. Anwendung nach einem der Anspriiche 12 bis 17, 
wobei der Kleber oder der Lack beim Verbinden der 
beiden DVD-Halften bzw. beim Lackieren geerdet ist. 40 



Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen 
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